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(54) Bezeichnung: Leiterplatte für elektrische Bauelemente

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Leiter-
platte (1) für elektrische Bauelemente (9), mit einem Träger-
körper (2), welcher zumindest eine Ausnehmung (3) zur Auf-
nahme eines Stromleiters (4) aufweist, und mit mindestens
einem Stromleiter (4), welcher als Formteil ausgebildet ist
und in der Ausnehmung (3) des Trägerkörpers (2) angeord-
net ist. Eine derartige Leiterplatte ermöglicht eine hohe Inte-
grationsdichte und einen kompakten Aufbau.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Leiterplatte für
elektrische Bauelemente, welche insbesondere zur
Leitung von Strömen mit Stromstärken über 500 Am-
pere geeignet ist und beispielsweise in Kraftfahr-
zeugen mit Hybrid- oder Elektroantrieb zum Einsatz
kommt.

[0002] Im Bestreben, den Kraftstoffverbrauch und
die Schadstoffemissionen moderner Kraftfahrzeuge
weiter zu reduzieren, kommen zunehmend Elektro-
motoren zur Unterstützung einer Brennkraftmaschi-
ne oder zum selbstständigen Antrieb des Kraftfahr-
zeugs zum Einsatz. Zur Versorgung der Elektromo-
toren mit elektrischer Energie sind elektrochemische
und/oder elektrostatische Energiespeicher vorgese-
hen. Zur Darstellung der nötigen Antriebsleistung
können dabei Ströme mit Stromstärken von mehre-
ren hundert bis über tausend Ampere zwischen dem
Energiespeicher und dem Elektromotor fließen.

[0003] Derart hohe Stromstärken erfordern eine ent-
sprechend ausgebildete Steuer- und Schaltungselek-
tronik. Das Zu- und Abschalten des Stromflusses
erfolgt dabei häufig mittels sogenannter Leistungs-
MOSFETs, welche zusammen mit den entsprechend
ausgebildeten Stromleitungen separat von der ei-
gentlichen Steuerelektronik angeordnet ist, und mit
dieser über elektrische Leitungen verbunden werden
muss.

[0004] Als nachteilig haben sich hierbei der rela-
tiv große Platzbedarf, die zeitlich und kostenmäßig
aufwendige Verbindung der Steuerelektronik mit der
Schaltungselektronik und die Störungsempfindlich-
keit aufgrund unterbrochener Steuerleitungen erwie-
sen.

[0005] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung eine Leiterplatte für elektrische Bauelemen-
te bereitzustellen, welche sich durch einen kompak-
ten Aufbau, geringe Kosten und eine hohe Betriebs-
sicherheit auszeichnet.

[0006] Diese Aufgabe wird durch die Leiterplatte ge-
mäß dem Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestal-
tungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprü-
chen beschrieben.

[0007] Eine Leiterplatte gemäß dem Anspruch 1
weist einen Trägerkörper mit zumindest einer Aus-
nehmung zur Aufnahme eines Stromleiters auf. Die
Leiterplatte weist mindestens einen Stromleiter auf,
welcher als Formteil ausgebildet und in der Ausneh-
mung des Trägerkörpers angeordnet ist.

[0008] Die der Erfindung zugrunde liegende Idee
ist darin zu sehen, einen für große Stromstärken
ausgebildeten Stromleiter in den Trägerkörper bzw.

Grundkörper der Leiterplatte für elektrische Bautei-
le zu integrieren. Um auch Ströme mit sehr hohen
Stromstärken von mehreren hundert bis über tau-
send Amper leiten zu können, ist der Stromleiter
dabei als Formteil, beispielsweise mit rechteckigem
Querschnitt, ausgebildet. Vorzugsweise besteht der
Stromleiter aus Kuper oder einer Kupferlegierung.
Für die Integration in den Grundkörper bzw. den Trä-
gerkörper der Leiterplatte ist diese mit einer Aus-
nehmung versehen, welche den Stromleiter zumin-
dest teilweise aufnimmt. Das sich ergebende Kon-
strukt, bestehend aus dem Trägerkörper und dem in-
tegrierten Stromleiter, stellt die Basis der Leiterplat-
te dar, auf der dann Leistungselektronik, Leistungs-
schalter (MOS-FETs) und weitere elektrische Bau-
elemente (beispielsweise Steuer- und Messelektro-
nik) mit unterschiedlichen Spannungs- und Strom-
stärkenniveaus zusammen angeordnet werden kön-
nen. Durch die Integration des Stromleiters in den
Trägerkörper der Leiterplatte kann dieser durch auf
der Leiterplatte befindliche elektrische Bauelemen-
te unter Vermeidung von Kabelverbindungen unmit-
telbar kontaktiert werden. Die Leiterplatte ermöglicht
somit ein sehr kompaktes Konstrukt, welches sich
durch eine Integrationsdichte, geringen Bauraum, ei-
ne hohe Betriebssicherheit und kostengünstige Her-
stellung auszeichnet.

[0009] In einer Ausgestaltung der Leiterplatte nach
Anspruch 2 kann die mindestens eine Ausnehmung
als Vertiefung oder als Durchbruch ausgebildet sein.

[0010] Bei einer Ausgestaltung der Ausnehmung als
Vertiefung ist der Stromleiter an einer Seite durch den
Trägerkörper bedeckt, während er auf einer gegen-
überliegenden Seite freiliegt. Auf diese Weise ist auf
einer Seite eine Kontaktierung leicht möglich, wäh-
rend auf der anderen Seite eine elektrische Isolation
sichergestellt wird. Im Falle einer Ausbildung der Aus-
nahme als Durchbruch liegt der Stromleiter auf zwei
gegenüberliegenden Seiten frei. Auf diese Weise ist
eine beidseitige Kontaktierung des Stromleiters mög-
lich. Alternativ ist auf einer Seite eine elektrische Kon-
taktierung durch Bauelemente und auf der gegen-
überliegenden Seite eine thermisch leitende Anbin-
dung an eine Wärmesenke zur Kühlung des Strom-
leiters möglich.

[0011] In den Ausgestaltungen der Leiterplatte nach
den Ansprüchen 3 und 4 ist der mindestens eine
Stromleiter als massiver Flachleiter mit rechteckigem
Querschnitt ausgebildet und ermöglicht eine Leitung
von Strom mit Stromstärkten über 500 Ampere.

[0012] Derartige Formteile mit rechteckigem Quer-
schnitt lassen sich kostengünstig aus Strangprofilen
oder durch einfache Stanzverfahren herstellen.

[0013] In einer Ausgestaltung der Leiterplatte nach
Anspruch 5 ist die Form der mindestens einen Aus-
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nehmung an die Form des Stromleiters, welche in der
jeweiligen Ausnahme angeordnet ist, angeglichen.

[0014] Idealerweise ist die Form der Ausnehmung
an die Form des aufgenommenen Stromleiters soweit
angeglichen, dass praktisch kein Spalt bzw. keine Fu-
ge vorhanden ist. Auf diese Weise ist eine sichere
und lagefeste Fixierung des Stromleiters in der Auf-
nahme möglich.

[0015] In einer Ausgestaltung der Leiterplatte nach
Anspruch 6 ragt der mindestens eine Stromleiter über
eine Seitenbegrenzung des Trägerkörpers hinaus.

[0016] Bei dieser Ausgestaltung können die Strom-
leiter in ein Steckergehäuse integriert und von außen
leicht mittels Steckkontakte angeschlossen werden.

[0017] In einer Ausgestaltung der Leiterplatte nach
Anspruch 7 weist diese zumindest eine Seitenfläche
auf, auf der die Leiterplatte mit den elektrischen Bau-
elementen bestückt werden kann, wobei der min-
destens eine Stromleiter derart angeordnet ist, dass
bei Stromfluss der Stromvektor senkrecht zu der Flä-
chennormale der Seitenfläche gerichtet ist.

[0018] In einer Ausgestaltung der Leiterplatte nach
Anspruch 8 weist diese mehrere elektrische Bau-
elemente und eine Schicht aus elektrisch isolieren-
dem Material auf, welche den Trägerkörper bzw. den
Grundkörper und den mindestens einen Stromleiter
zumindest teilweise bedeckt. Die Schicht aus isolie-
rendem Material weist zumindest einen Durchbruch
auf, durch den zumindest eines der elektrischen Bau-
elemente mit dem Stromleiter elektrisch verbunden
ist.

[0019] Die Durchbrüche können flächig gefräst, oder
mechanisch oder lasertechnisch mit unterschiedli-
chen Durchmessern gebohrt werden. Die Durchbrü-
che können daher verschiedenste Anwendungsfälle
angepasst werden. Damit ist eine sehr leichte und in-
dividuell anpassbare elektrische Anbindung der Bau-
elemente an den/die Stromleiter möglich.

[0020] In einer Ausgestaltung der Leiterplatte nach
Anspruch 9 weist diese mindestens zwei Stromleiter
auf, welche als Formteil ausgebildet sind und jeweils
in einer Ausnehmung des Trägerkörpers angeordnet
sind. Bei zumindest einem der elektrischen Bauele-
mente handelt es sich um einen Halbleiterschalter
(Leistungsschalter), beispielsweise einen MOSFET,
der mit den zwei Stromleitern elektrisch gekoppelt.

[0021] Durch diese Konstruktion ist ein zuverlässi-
ges und schnelles Schalten des Stromflusses zwi-
schen den zwei Stromleitern möglich. Die elektrische
Anbindung des MOSFET zu den Stromleitern ist sehr
kurz, wodurch sich eine hohe Betriebssicherheit und
sehr schnelle Reaktionszeiten ergeben.

[0022] In einer Ausgestaltung der Leiterplatte nach
Anspruch 10 weist diese eine Steuerelektronik zur
Steuerung zumindest eines der elektrischen Bauele-
mente auf.

[0023] Durch die hochintegrierte Bauform, d. h. die
Integration des Stromleiters, gegebenenfalls Halb-
leiterschalter und einer Steuerelektronik in einer Lei-
terplatte, kann der Bauraum weiter verringert und die
Betriebssicherheit durch den Wegfall von Kabelver-
bindungen verbessert werden. Die Steuerelektronik
kann beispielsweise auch dazu dienen, die Schaltvor-
gänge der Halbleiterschalter (MOSFET) zu steuern.

[0024] In einer Ausgestaltung der Leiterplatte nach
Anspruch 11 weist diese eine Schicht aus elektrisch
leitendem Material auf, welche auf der elektrisch iso-
lierenden Schicht aufgebracht und als elektrische Lei-
terstruktur ausgebildet ist, über die zumindest ein Teil
der elektrischen Bauelemente elektrisch verbunden
sind.

[0025] Auf diese Weise entsteht eine hochintegrierte
Leiterplatte, bei welcher einerseits hohe elektrische
Leistungen bzw. große Ströme geleitet und gesteu-
ert werden können, andererseits aber auch elektroni-
sche Baugruppen bei wesentlich geringeren Strom-
stärken und elektrischen Leistungen angeordnet und
untereinander verbunden werden können. Die elek-
trisch leitende Schicht kann beispielsweise aufge-
dampft oder aufgalvanisiert sein und besteht vor-
zugsweise aus Kupfer.

[0026] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen mit Bezug auf die beigefügten
Figuren näher erläutert. In den Figuren sind:

[0027] Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel einer Leiter-
platte in einer Draufsicht;

[0028] Fig. 2A ein Querschnitt der Leiterplatte in ei-
ner ersten Variante;

[0029] Fig. 2B ein Querschnitt der Leiterplatte in ei-
ner zweiten Variante;

[0030] Fig. 3A bis Fig. 3C verschiedene Darstellun-
gen eines Stromleiters der Leiterplatte

[0031] Der Aufbau eines Ausführungsbeispiels einer
Leiterplatte 1 für elektrische Bauelemente ist in den
Fig. 1, Fig. 2a und Fig. 2b schematisch dargestellt.
In Fig. 1 ist die Leiterplatte 1 in einer Draufsicht dar-
gestellt. Die Fig. 2a und Fig. 2b stellen schematische
Querschnitte entlang der Linie A-A in Fig. 1 dar und
zeigen Varianten des inneren Aufbaus der Leiterplat-
te 1.

[0032] Die Leiterplatte 1 umfasst einen Trägerkörper
2, den eigentlichen Grundkörper, welcher aus elek-
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trisch isolierendem Material, vorteilhafterweise aus
faserverstärktem Kunststoff, hergestellt ist. In dem
Trägerkörper 2 sind eine oder mehrere Ausnehmun-
gen 3 zur Aufnahme von jeweils einem Stromleiter
4 ausgebildet. Im Ausführungsbeispiel weist der Trä-
gerkörper 2 drei Ausnehmungen 3 zur Aufnahme von
jeweils einem Stromleiter 4 auf.

[0033] In der in Fig. 2A dargestellten Variante ist die
Ausnehmung 3 als Vertiefung im Trägerkörper 2 aus-
gebildet. Die Ausgestaltung bietet den Vorteil, dass
der in die Ausnehmung 3 eingelegte Stromleiter 4 an
seiner den Trägerkörper 2 zugewandten Seite durch
Material des Trägerkörpers 2 elektrisch isoliert ist. Ei-
ne als Vertiefung ausgestellte Ausnehmung 3 kann
beispielsweise schon bei der Herstellung des Träger-
körpers 2 oder durch nachträgliches Ausfräsen reali-
siert werden.

[0034] In einer zweiten, in Fig. 2B dargestellten
Variante der Leiterplatte 1 sind die Ausnehmungen
3 als Durchbrüche im Trägerkörper 2 ausgebildet.
Die in die Ausnehmungen 3 eingesetzten Stromlei-
ter 4 sind dadurch an ihrer Ober- und Unterseite von
dem Trägerkörper 2 nicht bedeckt. Auf diese Wei-
se ist beispielsweise eine beidseitige Kontaktierung
der Stromleiter 4 (beidseitig bestückte Leiterplatte)
möglich. Alternativ kann der Stromleiter an einer Sei-
te auch an eine Wärmesenke (nicht dargestellt) ther-
misch leitend (und elektrisch isolierend) angebracht
und somit gekühlt werden.

[0035] Die Ausnehmungen 3 sind derart ausgestal-
tet, dass ihre Form an die äußere Form der Strom-
leiter 4 soweit angepasst ist, dass die Stromleiter 4
praktisch fugenfrei in die jeweilige Ausnehmung 3 des
Trägerkörpers 2 eingefügt sind. Da im Ausführungs-
beispiel nur sehr einfache geometrische Formen des
Stromleiters 4 dargestellt sind, ist darauf hinzuwei-
sen, dass die Stromleiter 4 und die jeweils zugehö-
rige Ausnehmungen 3 im Trägerkörper 2 auch kom-
plexere geometrische Formen aufweisen können.

[0036] In den Fig. 3A bis Fig. 3C ist ein Ausfüh-
rungsbeispiel eines Stromleiters 4 schematisch dar-
gestellt. Bei dem Stromleiter handelt es sich um ein
massives Formteil aus elektrisch leitendem Mate-
rial, vorzugsweise Kupfer. Vorzugsweise weist der
Stromleiter 4 einen rechteckigen Querschnitt auf,
wie in Fig. 3B dargestellt (Querschnittsansicht des
in Fig. 3A dargestellten Stromleiters entlang der
Schnittlinie B-B). Der so dargestellte Flachleiter ist
vorteilhafterweise so dimensioniert, dass er Strom mit
Stromstärken über 500 Ampere mit bis zu über 1000
Ampere leiten kann. So kann der Stromleiter im Quer-
schnitt (siehe Fig. 3B) beispielsweise eine Dicke von
0,5 bis 3 mm und eine Breite von 5 bis 30 mm aufwei-
sen. Auch größere Dimensionierungen sind möglich.

[0037] Wie in den Fig. 1, Fig. 2A und Fig. 2B erkenn-
bar, kann zumindest einer der Stromleiter 4 über eine
Seitenbegrenzung des Trägerkörpers 2 hinausragen.
Im Ausführungsbeispiel ragen alle drei Stromleiter 4
über die linke Seitenbegrenzung des Trägerkörpers 2
hinaus, wobei sie von einem Steckergehäuse 5 um-
geben sind, so dass die drei Stromleiter 4 auf ein-
fache Weise von außen mittels eines Steckkontakts
kontaktiert werden können.

[0038] Wie in den Fig. 2A und Fig. 2B weiter erkenn-
bar ist, ist die Leiterplatte 1 auf einer Seitenfläche
mit elektrischen Bauelementen 9, 9-1, 9-2 bestückt.
Die in die Ausnehmungen 3 eingesetzte Stromleiter
4 sind derart angeordnet, dass bei Stromfluss der
Stromvektor (in den Fig. 2A und Fig. 2B durch ei-
nen Pfeil dargestellt) senkrecht zur Flächennormale
(in den Fig. 2A und Fig. 2B durch jeweils strickpunk-
tierte Linien dargestellt) der Seitenfläche gerichtet ist.

[0039] In den Fig. 2A und Fig. 2B ist ferner erkenn-
bar, dass die Leiterplatte 3 auf einer Seitenfläche (in
den Fig. 2A und Fig. 2B auf der Oberseite des Trä-
gerkörpers) mehrere Bauelemente 9, 9-1, 9-2 auf-
weist. Die Leiterplatte 1 weist eine Schicht 6 aus iso-
lierendem Material auf, welche den Trägerkörper 2
und die Stromleiter 4 zumindest teilweise bedeckt.
Bei dieser elektrisch isolierenden Schicht 6 handelt
es sich vorzugsweise um vorimprägnierte Fasern (in
technischem Jargon auch als „Prepreg” bezeichnet),
welche aus Endlosfasern und einer ungehärteten, du-
roplastischen Kunststoffmatrix bestehen und welche
auf den Trägerkörper 2 aufgepresst werden und an-
schließend aushärten. In der Schicht 6 aus elektrisch
isolierendem Material sind Durchbrüche 7 ausgebil-
det, durch welche zumindest eines der elektrischen
Bauelemente 9, 9-1, 9-2 mit dem Stromleiter 4 elek-
trisch verbunden werden können. Die Durchbrüche
7 in der Schicht 6 aus elektrisch isolierendem Mate-
rial können großflächig gefräst, oder als Sacklöcher
gebohrt oder als sogenannte Microvias mittels Laser
gebohrt werden.

[0040] Die Leiterplatte 1 weist ferner eine Schicht
8 aus elektrisch leitendem Material auf, vorzugswei-
se Kupfer, welche auf der Schicht aus elektrisch iso-
lierendem Material ausgebildet ist. Die elektrisch lei-
tende Schicht wird vorzugsweise durch einen galva-
nischen Prozess mit sehr dünnem Querschnitt auf-
getragen und durch einen weiteren Ätzvorgang be-
handelt, so dass sich eine elektrische Leiterstruktur
ausbildet, über welche die elektrischen Bauelemen-
te 9, 9-1, 9-2 der Leiterplatte 1 elektrisch verbunden
werden können. Die elektrische Leiterstruktur ist in
Fig. 1 aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit
nur durch einfache Verbindungslinien zwischen den
elektrischen Bauelementen 9, 9-1, 9-2 schematisch
dargestellt. Durch das Auftragen der Schicht 8 aus
elektrisch leitendem Material fließt das elektrisch lei-
tende Material auch in die Ausnehmungen 7, sodass
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eine Kontaktierung der Bauelemente 9, 9-1, 9-2 mit
den Stromleitern 4 durch die elektrisch isolierende
Schicht 6 möglich ist. Die elektrischen Bauelemen-
te 9, 9-1, 9-2 können beispielsweise mittels Lot und
einem Bestückungsprozess auf die Leiterplatte plat-
ziert und an die Leiterstruktur angebunden werden.

[0041] Bei zumindest einem der elektrischen Bau-
elemente 9, 9-1, 9-2 handelt es sich um einen Halb-
leiterschalter 9-1 in Form eines MOSFETs welcher
über die Durchbrüche 7 in der elektrisch isolierenden
Schicht 6 mit zwei Stromleitern 4 elektrisch verbun-
den ist. Durch die MOSFETs 9-1 kann der Stromfluss
zwischen den Stromleitern 4 zu- und abgeschaltet
werden. Im Ausführungsbeispiel sind zwei der elek-
trischen Bauelemente 9, 9-1, 9-2 als MOSFETs aus-
gebildet und mit jeweils zwei Stromleitern 4 elektrisch
verbunden.

[0042] Vorteilhafterweise handelt es sich bei einem
der elektrischen Bauelemente 9, 9-1, 9-2 um einen
Stromsensor 9-2, welcher beispielsweise als Hallsen-
sor ausgebildet ist. Der Stromsensor 9-2 ist vorteil-
hafterweise als SMD-fähiger Stromsensor ausgebil-
det und ermöglicht eine Stromerfassung von vorteil-
hafterweise 0 bis 2000 Ampere.

[0043] Im Ausführungsbeispiel verfügt die Leiterplat-
te 1 über eine Steuerelektronik 10, beispielsweise ei-
nen Mikrochip mit Speicher, welcher mit einem oder
mehreren der MOSFETs 9-1 und dem Stromsensor
9-2 verbunden ist. Die Steuerelektronik 10 ist dabei
derart ausgebildet, dass sie die Stromstärke, welche
durch den Stromsensor 9-2 gemessen wird, einle-
sen und die Schaltvorgänge der MOSFETs 9-1 steu-
ern kann. Auf diese Weise kann je nach Bedarf der
Stromfluss zwischen den Stromleitern 4 gesteuert
werden.

[0044] In der dargestellten Leiterplatte 1 sind sowohl
die Stromleiter 4, welche Ströme mit Stromstärken
von mehreren hundert Ampere bis über 1000 Ampere
ermöglichen, die zugehörige Steuerelektronik 10, so-
wie weitere elektrische Bauelemente 9 welche über
eine elektrische Leiterstruktur für wesentlich geringe-
re Stromstärken und elektrische Leistungen ausge-
legt ist, integriert. Im Vergleich zu der aus dem Stand
der Technik bekannten Lösung, bei der die Leistungs-
elektronik, die zugehörigen Stromleiter und die zuge-
hörige Steuerelektronik separat voneinander ange-
ordnet und über Kabelverbindungen verbunden sind,
ergibt sich ein deutlich kompakterer Aufbau, eine ein-
fachere Montage, eine höhere Betriebssicherheit und
geringere Kosten.

[0045] Anwendung findet eine solche Leiterplatte
beispielsweise bei Fahrzeugen mit Hybrid- oder ei-
nem Elektroantrieb sowie bei Fahrzeugen mit Brenn-
kraftmaschine und Startergenerator (Stopp-Start-Au-
tomatik; Mikrohybrid). Diesen Fahrzeugen ist ge-

mein, dass sie über einen mehr oder weniger starken
Elektromotor verfügen, welcher zu Antriebs- oder Un-
terstützungszwecken sehr schnell hohe Antriebsleis-
tungen zu erbringen hat und daher von einem Ener-
giespeicher (beispielsweise Batterie oder Kondensa-
tor) mit Strömen hoher Stromstärke versorgt werden
muss. Jedoch findet diese Leiterplatte auch in zahl-
reichen anderen Anwendungen, bei denen einerseits
hohe elektrische Leistung bzw. hohe elektrische Strö-
me präzise und schnell mittels einer Elektronik ge-
steuert werden müssen.

Patentansprüche

1.  Leiterplatte (1) für elektrische Bauelemente (9),
mit
– einem Trägerkörper (2), welcher zumindest eine
Ausnehmung (3) zur Aufnahme eines Stromleiters (4)
aufweist,
– mindestens einem Stromleiter (4), welcher als
Formteil ausgebildet ist und in der Ausnehmung (3)
des Trägerkörpers (2) angeordnet ist.

2.  Leiterplatte (1) nach Anspruch 1, wobei die min-
destens eine Ausnehmung (2) als Vertiefung oder als
Durchbruch ausgebildet ist.

3.  Leiterplatte (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
2, wobei der mindestens eine Stromleiter (4) als mas-
siver Flachleiter mit rechteckigem Querschnitt ausge-
bildet ist.

4.  Leiterplatte (1) nach Anspruch 3, wobei der min-
destens eine Stromleiter (4) ausgebildet ist, um Strom
mit Stromstärken über 500 Ampere zu leiten.

5.    Leiterplatte (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 4, wobei die Form der mindestens einen Ausneh-
mung (3) an die Form des Stromleiters (4) angegli-
chen ist.

6.  Leiterplatte (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
5, wobei der mindestens eine Stromleiter (4) über ei-
ne Seitenbegrenzung des Trägerkörpers (2) hinaus-
ragt.

7.  Leiterplatte (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
6, mit zumindest einer Seitenfläche, auf der die Lei-
terplatte (1) mit den elektrischen Bauelementen (9)
bestückt werden kann, wobei der Stromleiter (4) der-
art angeordnet ist, dass bei Stromfluss der Stromvek-
tor senkrecht zur der Flächennormale der Seitenflä-
che gerichtet ist.

8.  Leiterplatte (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
7, mit
– mehreren elektrischen Bauelement (9),
– mindestens einer Schicht (6) aus elektrisch isolie-
rendem Material, welche den Trägerkörper (2) und
den mindestens einen Stromleiter (4) zumindest teil-
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weise bedeckt, und welche zumindest einen Durch-
bruch (7) aufweist, durch den zumindest eines der
elektrischen Bauelemente (9) mit dem Stromleiter (4)
elektrisch verbunden ist.

9.  Leiterplatte (1) nach Anspruch 8, mit zumindest
zwei Stromleitern (4), welche als Formteil ausgebildet
und jeweils in einer Ausnehmung (3) des Trägerkör-
pers (2) angeordnet sind, wobei es sich bei zumin-
dest einem der elektrischen Bauelemente (9) um ei-
nen Halbleiterschalter (9-1) handelt, der mit den zwei
Stromleitern (4) elektrisch gekoppelt.

10.  Leiterplatte (1) nach einem der Ansprüche 8 bis
9, mit einer Steuerelektronik (10) zur Steuerung zu-
mindest eines der elektrischen Bauelemente (9, 9-1).

11.  Leiterplatte nach einem der Ansprüche 8 bis 10,
mit einer Schicht (8) aus elektrisch leitendem Materi-
al, welche auf der elektrisch isolierenden Schicht (6)
aufgebracht und als elektrische Leiterstruktur ausge-
bildet ist, über die zumindest ein Teil der elektrischen
Bauelemente (9, 9-1, 9-2) elektrisch verbunden sind.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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